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Renesas rende le alte prestazioni del core Arm Cortex-M85 accessibili anche per le applicazioni a basso costo, introducendo i nuovi MCU RA8 Entry-Line
  
RA8E1 e RA8E2 offrono prestazioni di calcolo scalare e vettoriale ineguagliabili con il miglior set di funzionalità sul mercato, per soddisfare le applicazioni più esigenti

Düsseldorf, 5 Novembre 2024 ― Renesas Electronics Corporation (TSE: 6723), fornitore leader di soluzioni avanzate a semiconduttore, oggi annuncia il rilascio di un nuovo gruppo di microcontrollori (MCU), RA8E1 e RA8E2, ampliando la serie di MCU più potenti del settore. Gli MCU della serie RA8 sono stati introdotti nel 2023 e sono i primi ad integrare il core Cortex®-M85 di Arm®, raggiungendo le più elevate prestazioni sul mercato, pari a 6.39 Coremark/MHz1. I nuovi MCU RA8E1 e RA8E2 offrono le stesse performance ma con un set di funzionalità ottimizzato per ridurre i costi, rendendoli eccellenti candidati per applicazioni ad alto volume nei campi dell’automazione industriale e degli edifici, per apparecchiature per l’ufficio, mediche e prodotti di consumo.

Gli MCU RA8E1 e RA8E2 integrano la tecnologia Arm Helium™, l’estensione vettoriale del profilo M di Arm, la quale consente di aumentare le prestazioni fino a 4 volte rispetto agli MCU basati sul core Arm Cortex-M7, specialmente nelle applicazioni con elaborazione digitale dei segnali (DSP) e nelle implementazioni Machine Learning (ML). L’incremento delle performance permette di realizzare nuove applicazioni nel campo del AIoT, in forte crescita attualmente, dove le prestazioni sono fondamentali per supportare modelli AI.

I dispositivi della serie RA8 includono funzionalità e diverse modalità di basso consumo per migliorare l’efficienza energetica, pur offrendo prestazioni leader del settore. La combinazione di modalità a basso consumo, aree ad alimentazione indipendente, possibilità di alimentazione a bassa tensione, risveglio rapido e correnti tipiche ridotte sia in attivo, sia in standby consente un consumo complessivo inferiore e permette ai clienti di ridurre il consumo totale del sistema e soddisfare di conseguenza i requisiti delle normative. Il nuovo core Cortex-M85 di Arm esegue anche i vari task DSP/ML con un consumo molto inferiore.

Gli MCU della serie RA8 sono supportati dal pacchetto software Flexible Software Package (FSP) di Renesas. FSP consente uno sviluppo rapido delle applicazioni fornendo tutto il software strutturale necessario, inclusi molteplici RTOS, BSP, driver per le periferiche, middleware, driver di connettività, networking e supporto della TrustZone, nonché progetti software di riferimento per creare soluzioni complesse con AI, controllo motore o connessione cloud. Esso consente ai clienti di integrare il proprio codice da sviluppi precedenti e dà la possibilità di scelta del RTOS, offrendo così la massima flessibilità nello sviluppo delle applicazioni. L’utilizzo del FSP semplifica la migrazione dei progetti esistenti ai nuovi dispositivi della serie RA8.

“I nostri clienti amano le prestazioni superiori delle MCU della serie RA8 e ora sono alla ricerca di versioni con funzionalità ottimizzate, combinante con prestazioni elevate, per le loro applicazioni industriali sensibili ai costi, visione AI, grafica di fascia media”, ha dichiarato Daryl Khoo, Vice Presidente di Embedded Processing 1st Business Division di Renesas. “RA8E1 e RA8E2 offrono il giusto equilibro di prestazioni e funzionalità per questi mercati ed essendo supportati da FSP assicurano una facile migrazione all’interno della serie RA8 o dalla serie RA6.”

Caratteristiche principali degli MCU RA8E1 
· Core: 360 MHz Arm Cortex-M85 con Helium e TrustZone

· Memoria: 1MB Flash, 544 KB SRAM (incluso 32KB TCM con ECC, 512KB SRAM utente con protezione di parità), 1KB standby SRAM, 32KB I/D caches

· Periferiche: Ethernet, XSPI (Octal SPI), SPI, I2C, USBFS, CAN-FD, SSI, ADC 12bit, DAC 12bit, HSCOMP, sensore di temperatura, 8-bit CEU, GPT, LP-GPT, WDT, RTC

· Package: 100/144 LQFP


Caratteristiche principali degli MCU RA8E2
· Core: 480 MHz Arm Cortex-M85 con Helium e TrustZone

· Memoria: 1MB Flash, 672 KB SRAM (incluso 32KB TCM con ECC, 512KB SRAM utente con protezione di parità + 128 KB SRAM utente aggiuntiva), 1KB standby SRAM, 32KB I/D caches

· Periferiche: bus esterno a 16bit per interfacciare memorie esterne, XSPI (Octal SPI), SPI, I2C, USBFS, CAN-FD, SSI, ADC 12bit, DAC 12bit, HSCOMP, sensore di temperatura, GLCDC, 2DRW, GPT, LP-GPT, WDT, RTC

· Package: BGA 224


Combinazioni Vincenti
Renesas ha combinato il nuovo gruppo di MCU RA8E1 and RA8E2 con numerosi dispositivi presenti nel proprio portafoglio prodotti per offrire una vasta scelta di Combinazioni Vincenti, tra cui Entry Level Voice & Vision AI System e Human Machine Interface (HMI) for Appliances. Le Combinazioni Vincenti sono architetture di sistema tecnicamente verificate costituite da dispositivi reciprocamente compatibili che interagiscono perfettamente con l’obiettivo di fornire un design ottimizzato, con un basso rischio e con il time to market più rapido possibile. Renesas offre più di 400 Combinazioni Vincenti con un’ampia gamma di prodotti provenienti dal proprio portafoglio che permettono ai clienti un veloce processo di progettazione e di immissione dei loro prodotti sul mercato in modo molto più rapido. Maggiori informazioni sulle Combinazioni Vincenti sono disponibili su renesas.com/win.

Disponibilità
Gli MCU RA8E1 e RA8E2 sono attualmente disponibili, insieme al software FSP. Renesas sta inoltre distribuendo le schede Fast Prototyping Board per RA8E1 e all’inizio del 2025 offrirà le Evaluation Kit per RA8E2 comprensive di display TFT. Maggiori informazioni sono disponibili su renesas.com/RA8E1 e renesas.com/RA8E2. I campioni ed i kit possono essere ordinati sul sito web di Renesas o attraverso i distributori.


1) Il benchmark CoreMark® di EEMBC misura le prestazioni degli MCU e delle CPU utilizzate nei sistemi embedded.


La leadership di Renesas nel settore dei microcontrollori
Renesas, un leader mondiale nella produzione di microcontrollori, distribuisce oltre 3,5 miliardi di unità all'anno, circa il 50% dei quali nel settore automobilistico ed il resto nelle applicazioni industriali, dell'Internet of Things, oltre che nelle infrastrutture per data center e nel settore delle comunicazioni. Renesas ha il più ampio portafoglio di dispositivi a 8 bit, 16 bit e 32 bit, che offrono qualità ed efficienza senza pari e prestazioni eccezionali. In qualità di fornitore di fiducia, Renesas vanta decenni di esperienza nella progettazione di MCU intelligenti e sicuri, supportati da un modello di produzione doppia sorgente, dalla tecnologia di processo MCU più avanzata del settore e da una vasta rete di oltre 250 partner a supporto dell'ecosistema. Per ulteriori informazioni sui microcontrollori forniti da Renesas, visitate il sito renesas.com/MCUs.



A proposito di Renesas Electronics Corporation
Renesas Electronics Corporation (TSE: 6723) offre un futuro più sicuro, intelligente e sostenibile in cui la tecnologia aiuta a semplificarci la vita. Renesas è un fornitore leader a livello mondiale con la capacità di combinare la propria esperienza in ambito di elaborazione integrata, analogica, dispositivi di potenza e connettività, con lo scopo di fornire soluzioni complete a semiconduttore. Queste Winning Combinations, permettono un time-to-market immediato per tutte le applicazioni in ambito automobilistico, industriale, infrastrutturale e IoT, consentendo di realizzare miliardi di dispositivi intelligenti e connessi, che migliorano il modo in cui le persone vivono e lavorano. Scopri di più su renesas.com. Seguici su LinkedIn, Facebook, X, YouTube e Instagram.
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